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壹、摘要

由於荷蘭半導體曝光製程設備大廠艾司摩爾(ASML)公司擬來台設立「ASML全球研發及支援中心」(ASML Center of Excellence，簡稱ACE)。該公司數度與本部工業局及技術處洽商討論政府相關政策工具，該公司高階主管亦曾來台拜會本部  施次長。由於ASML公司已正式向本部送件申請「鼓勵國外企業在台設立研發中心計畫」，因此為了展現經濟部對於ASML提出申請在台設立ACE研發中心之重視，由技術處及工業局邀請工研院專家一同拜訪ASML總公司，藉由跟總公司高階主管面對面互動的機會，進一步了解該公司對於在台灣設立ACE之規劃與承諾的程度，並擬以此次訪問之參訪評估意見作為後續計畫審查作業之重要參考。

經聯繫安排結果，參訪考察成員共包括技術處郭俊德副處長、工業局金屬機電組陳鐵元組長、工研院南分院蔡新源執行長、工研院國際業務中心林清祥副主任、工業局精密機械發展推動小組林本勝主任、技術處七科簡文強研究員、工研院國際業務中心歐洲業務群黃麗卿代組長以及台積電駐ASML代表陳政宏先生。成員背景涵蓋了半導體及精密機械專業領域，在與ASML溝通互動的過程中，代表我方提出了許多的寶貴意見，對後續計畫之審查與實質推動工作的規劃上，提供重要的參考。

此行對象主要是ASML總公司，包括各主要部門負責人皆出席會議，向參訪考察成員簡報部門工作內容與ACE未來規劃方向，並與參訪考察成員互動交流。此外，在行程中亦安排一天時間驅車參訪了歐洲非常重要且知名的研究機構IMEC，並了解ASML與IMEC之合作關係。實際拜會行程雖然僅3天，但安排緊湊而充實。以下提供本次訪問報告摘記，期望能將訪問心得與各界分享，並促使未來政府在推動跨國企業來台設立研發中心時，有更完整清晰的策略思維。

貳、參訪行程 

11月18日~19日：啟程前往荷蘭阿姆斯特丹

11月20日：10:00 - 17:00 ASML senior management meeting、ACE計畫內容簡報、Advanced technology group簡報、Design & Engineering與研發相關事務討論、參觀實驗室與工廠。

11月21日：10:00 ~17:00 ASML技術應用至其他產業領域之討論、向ASML介紹說明台灣在半導體、精密機械等產業領域之發展、Business Development Group簡報並討論關鍵零組件與次模組外包策略。

11月22日：10:00-17:00其他與ACE相關事項討論、參訪IMEC(與ASML有技術合作關係)。

11月23日~24日: 返程。

參、重要訪談摘記

一、11月20日

1. 時間：10:00~17:00

2. 地點：ASML總公司

3. 出席人員：

我方：

技術處郭俊德副處長
工業局金屬機電組陳鐵元組長
工研院南分院蔡新源執行長
工研院國際業務中心林清祥副主任
工業局精密機械發展推動小組林本勝主任
技術處七科簡文強研究員
工研院國際業務中心歐洲業務群黃麗卿代組長
台積電公司駐ASML代表陳政宏先生

ASML：

Eric Meurice
:

CEO, President and Chief Executive Officer. 

Klaus Fuchs :

    COO, Executive Vice President Operations

Tony Chao :


Project Leader ACE 

Frank Gerritse :

Director MP Delivery Operations

Harry Borggreve:

Director of Development Engineering


Wilbert van Luenen:
Group Manager of Development Engineering


Ben Mol :


Corporate Account Support Representative Taiwan

4. 訪談重點記要：

(1)郭副處長致詞感謝ASML同意經濟部率員至公司參訪考察，並恭喜ASML ACE計畫獲初審通過，獲審查委員推薦進行營運計畫書審查程序。

(2)Klaus Fuchs (ASML COO)致詞內容：
· ASML非常強調研發投資，2005年共投入4億歐元(約170億元新台幣)於研發工作，佔營收12%左右。

· ACE是ASML的全球計畫，而非亞洲計畫，目的在接近主要客戶的地理區域建立一個企業研發中心。
· ACE計畫將在台灣複製ASML位於Veldhoven的研發與生產中心。
· 選擇亞洲是因為主要客戶(韓國、台灣)在亞洲，而台灣較韓國有更開放的政治經濟環境，惟目前韓國亦積極爭取該公司赴韓設立亞洲研發中心。
· ACE將是ASML全球研發團隊的一部分。
· ASML公司近年成長快速，需要積極進用人才，且考慮提供更切合客戶需求之服務，擬擴大進用亞洲人才。
· 預計該公司全球將僅設立兩個主要據點—Veldhoven與亞洲之據點。
· 目前在荷蘭的Supplier Base已非常穩定，但也逐漸僵化失去彈性，未來規劃透過ACE的建立，將Supplier Base設在ACE週邊。
(3)HarryBorggreve (Sr. VP Development Engineering)：

· ASML每年研發預算約4-5百萬歐元，佔其公司營業額12%。
· 2006年Q3的研發人力為1,350人，其中80%在荷蘭境內，50%以上具有碩士學位，希望能進行更全球化的佈局。
· 2006年Q3全球出貨500部機台之中，亞洲佔340部，其中浸潤式(immersion)微影機台佔14部，為該公司全球浸潤式機台出貨量之50%。
· ASML產品開發策略為建立合作網路(network)，意即結合世界級的專業知識創造世界級的產品(Turing world-class competence into world-class products)。
· ASML的合作夥伴分為代工夥伴(OEM Partner)與研發夥伴(R&D Partner)兩類，前者為模組外包供應商(如Cymer、Agilent、Zeiz、Gigaphoton等)，後者為技術開發合作單位(如TNO、IMEC及其合作大學、Philips National Lab、CCM、MEDEA等)。

· ASML的策略是做一個系統整合者(System Integrator)，只做最後10%的整合工作，90%的關鍵次系統皆由外包廠商完成。
(4)Wilbert van Luenen (Group manager of Development Engineering)：

· ASML的產品從整機架構可細分成不同層次之零組件，包括System Functions-Subsystem-Module-Submodule-Mono。

· ASML產品開發特點為有計畫的階段式開發流程(phased process from feasibility to sustaining)，從設計、生產製造、服務、銷售、行銷等各階段之開發為同時進行，而非漸進開發(concurrent rather than sequential)。
· 產品開發流程(規格(Specification)-設計(Design)-原型機(Proto Order & Delivery)-測試整合(Test & Integration)-量產(Volume Production))中，依加入開發流程點之不同與合作程度之深淺分為技術夥伴-合作開發夥伴-供應商。
· 希望進行工研院技術之評估，以了解工研院成為合作開發夥伴之可行性。
(5)Eduard Stiphout (Account Manager)：

· 台灣有ASML全球25%的機台，超過600台，有超過120台是Twin-scan機種，其中代工廠佔最大宗。
· 台灣四家DRAM也在2006年陸續購買ASML機台。
· 尋求能夠長期合作(十年以上)的零組件/模組供應商。
· 供應商要有能力因應半導體產業的景氣循環，並且要很有彈性。
二、11月21日

1.時間：10:00~17:00

2.地點：ASML總公司

3.出席人員：

我方：

技術處郭俊德副處長
工業局金屬機電組陳鐵元組長
工研院南分院蔡新源執行長
工研院國際業務中心林清祥副主任
工業局精密機械發展推動小組林本勝主任
技術處七科簡文強研究員
工研院國際業務中心歐洲業務群黃麗卿代組長
台積電公司駐ASML代表陳政宏先生

ASML：

Tony Chao :


Project Leader ACE 

Frits van Hout :

Sr. VP WW Customer Support 

Karel van der Mast :
Sr. VP Corporate Business Development

Erik Corduwener : 
VP Procurement

Paul Jacobs :


Corporate Account Support Representative Taiwan

Ben Mol :


Corporate Account Support Representative Taiwan

4.訪談重點記要：

(1)Karel van der Mast (Sr. VP Corporate Business Development)：

· ASML is a single product company，善用所有可用資源，不怕面對技術的不確定性。
· 為因應微影製程的技術極限，ASML已進行無光罩光學掃描(Optical Maskless Scan, OML)技術開發達5年之久。
· OML技術的開發為歐盟MEDEA補助之More Moore計畫之一部分,合作單位包括TNO、IMEC、Fraunhofer、Philips 等，建議了解MEDEA計畫架構，以了解台灣研發機構/廠商參與之機會。
(2)Erik Corduwener (VP Procurement)：

· ASML 的供應鏈管理策略—以配合公司策略(客戶為中心(Customer Focus)、技術領先(Technology Leadership)、優越的營運系統(Operational Excellence))為前提，進行高附加價值的系統整合。
· 90%的產品開發為外包(2005年約相當於12億歐元製造成本)，ASML公司自行設廠進行生產鏈最後端的整合、測試、驗證並交貨。
· 該公司之次系統/模組供應商均有其專業領域能力，除ASML之外各有其客戶群。
· ASML以快速取得現存最佳技術能力為營運重點。
· ASML是一家系統整合公司，以產品上市時間(Time to Market)及最先進技術(Most Advanced Technology)為首要營運考量。
· 評估供應商的四大KPI為QLTC(Quality、Logistics、Technology、total Cost)

· ASML目前對40個以上的Key Suppliers建立「Supplier Profile」並進行Quarterly Review，以了解供應商與ASML技術要求的差異，並尋求弭平差距之道。

· ACE目前正進行的工作：尋找亞洲地區供應商及技術合作夥伴。
 (3)向ASML員工介紹台灣半導體及精密機械產業發展：

為協助ASML員工對於台灣半導體及精密機械產業之發展近況有更進一步的了解，並吸引資深人力於未來在台灣設立ACE時，考慮長駐台灣發展，此次參訪考察團成員接受ASML公司邀請，於11/21下午假該公司大禮堂向該公司員工簡報說明台灣半導體及精密機械產業發展，由工研院國際業務中心林清祥副主任說明台灣半導體產業發展，並由工業局精密機械發展推動小組林本勝主任說明台灣精密機械產業發展，獲得熱烈迴響，員工出席參與情形熱烈，以致該公司大禮堂爆滿，該公司員工也問了許多問題，出席代表一一仔細回答。

(4)Eduard Hoeberichts (Sr. VP 200mm Special Applications)：

· 特殊用途產品(非微影機台)佔ASML銷售額約15%。
· ASML特殊用途產品包括傳統IC製程用途(Digital Content, SoC, ITRS技術藍圖中已列入之技術)與新應用(Non-digital Content, Complex Design, HDD/TFH, Media, Compound Semiconductor等)，後者以與客戶互動進行開發為原則。
· 後段構裝機台為ASML新進入之領域，目前在其ADC(Application Development Center)執行，與全球多個研究機構(如IMEC、Holst、Leti、KANC、IMETU等)合作開發中。
三、11月22日

1.時間：11:00~15:00

2.地點：比利時IMEC

3.參訪人員：

我方：

技術處郭俊德副處長
工業局金屬機電組陳鐵元組長
工研院國際業務中心林清祥副主任
工業局精密機械發展推動小組林本勝主任
技術處七科簡文強研究員
台積電公司駐ASML代表陳政宏先生

ASML：

Paul Jacobs :


Corporate Account Support Representative Taiwan

Ben Mol :


Corporate Account Support Representative Taiwan

IMEC：

Lode Lauwers:       Director Strategic Program Partnerships

Kurt Ronse:         Director Lithography

4.IMEC介紹：

比利時跨校際微電子研究中心IMEC（Inter-university MicroElectronics Center）於1984年成立，位在比利時 (Belgium) 魯汶城 (Leuven)，為比國荷語區政府 (Flamish government)推動荷語區(Flander)微電子、奈米科技產業技術研究與開發而成立之非營利機構，以應產業界三至十年後的需要。
今日的IMEC已成為歐洲最大的微電子、資訊及通信的研發中心。除此之外IMEC也做為大學院校的教育訓練中心，並與魯汶大學、根特大學、和布魯塞爾自由大學合作開設博士班課程。
IMEC也成功的發展出一套產業聯盟的計畫 (Industrial Affiliation Program-IIAP) ，目地在結合產業界之力量，共同從事研究與開發新一代技術，使參與其計畫的公司不僅可以分攤研究經費與風險，並可縮短研發時間，更進一步的分享研發成果。目前世界上為數不少的半導體及微電子大廠，均與IMEC有共同研發計畫。
此外，IMEC也積極將自己研究成果產品化，目前以IMEC研發成果所衍生的公司(spin-off company)共超過20家。
基本資料：
全球據點：在美國日本與中國設有代表處。
員工：約1,300名，其中約有200位博士生，約有400位為各地邀請來的客座研究員及業界派駐IMEC進行研發或從事進修人員。
財務狀況：
(1)收入：2005年IMEC收入較往年提升29.6% 達 1.62億歐元。
(2)營運資金：2005年IMEC營運預算1.97億歐元，其中82%自給，18%向國內(Flemish community)籌募而來。自營收入(1.62億歐元)來自:68 % from International industry、22 % from Flemish industry、8 % from European Community、2 % from European Space Agency。
IMEC 主要研發項目：
- CMOS-based nanoelectronics 

- Nanotechnology and post-CMOS nanoelectronics 

- Characterization, reliability and modeling 

- Multi-mode multimedia (M4) technologies 

- Wireless autonomous transducer solutions 

- Solar cells 

- Advanced packaging and interconnection technologies 

- Power-efficient devices based on III-V Materials (GaN, GaAs...) 

- Bioelectronics 

- Organic electronics 

- RF devices and technology 

- Design technologies  

5.訪談重點記要：

(1)IMEC有10個核心會員(Core Partners)，分別為Intel、Micron、Texas Instruments、NXP、ST Microelectronics、Infineon、Qimonda、Panasonic、Samsung以及TSMC。除了核心會員之外，IMEC亦與半導體設備廠及其他相關廠商建立合作關係。

(2)IMEC採取具有彈性之營運模式，與產業界合作，其合作方式如下：

a. IIAP (IMEC Industrial Affiliation Programs)：選定特定主題，進行前瞻技術研究，廠商再各自就其發展領域向下發展，其主要效益在於成本、風險、人才以及IP的分享。

b. Customized Programs：與單一或少數幾家廠商針對特定主題進行研究。

(3)IMEC與ASML之合作關係起自1984年，雙方合作關係密切，2006年8月ASML提供全世界第一台EUV微影曝光機台予IMEC，未來全球各大主要半導體廠商皆可利用裝置於IMEC之EUV微影曝光機進行相關實驗測試。

肆、總結與建議

一、重要觀察與心得：
(一)世界兩大IC製造國南韓及台灣經過這近二十年的努力在製程技術上均有各自獨有的製造Know-How，不再完全依賴設備供應者。因此設備的開發必須朝向IC製造者與設備製造商兩者結合之趨勢。亦即由IC製作者提出需求，設備製造者依據需求設法提供total solution。因此ASML必須就近市場與需求者保持更密切的溝通才能達到需求者時效及降低成本之要求，此為ASML在亞洲複製一套荷蘭總部的研發體系之核心想法。

(二)從公司董事長兼CEO，Mr. Eric Meurice說明公司需要成長，也要同時兼顧未來競爭力，在Eindhoven繼續投資ACE卓越研發中心計劃，公司內部阻力最小，荷蘭政府也支持，可獲35%-50%間的經費補助。但是基於接近市場，接近客戶，掌握市場最新動態，持續維持公司競爭力，把ACE卓越研發中心計劃設立在台灣或韓國是重要的選擇，最終目標是建立產品第二生產基地，就公司發展而言也不可能有第三基地。

(三)ASML核心價值分為兩大部分：(一)製程技術及系統整合能力；(二)協助供應鏈體系建立其核心技術，目前大部分體系內的廠商均能依據ASML需求獨自研發。

(四)ASML已成為半導體曝光設備技術發展的先驅，在65奈米以下浸潤式曝光及兩倍產能之掃瞄(scanner)兩項技術成為全球領先者，其浸潤式曝光技術將是45奈米甚至32奈米製程的主流，未來將從ArF光源(波長193奈米)微影技術，直接發展深紫外光(EUV)並持續提高浸潤折射率技術。

(五)ASML為Single Product廠商，90%之機器價值來自與Supply Chain的共同研發合作，是一個產品的整合者。以領先技術、交期與成本的差異化，提供其User最佳的微影技術解決方案。以同步工程的運作方式成功的與其合作夥伴成為半導體曝光設備的製造龍頭：

1.2005年全球半導體曝光設備市場約1,800億元，ASML出貨711台約1,040億元，佔60%。
2.亞洲市場佔約70%，其中台灣約260億(25%)，韓國約380億(37%)。

(六)參觀其工廠，主要為重要模組組裝及整機裝配，其規模、節奏及管理，印象極為深刻，不愧為單一設備的整合者。

(七)ASML之ACE主要是開發下一階段IC製程之曝光設備(如45nm、32nm及EUV)為主，很多次系統仍在定義或雛型機階段，且對台灣或亞洲地區零組件或次系統件之能力尚未掌握，必須經過評估分析程序，才能決定合作對象及與合作對象之技術合作的項目。

(八)因ACE之規劃係以複製第二個ASML為終極目標，因此ACE之下各分項計畫均直接對應至目前總公司之部門架構，在層級上ACE直接隸屬總公司，未來ACE之運作將直接向總公司報告，且ACE之下各分項計畫亦直接由總公司各部門最高主管直接督導。

(九)ASML之生產策略係採90%生產成本來自外包，該公司設立工廠僅負責最末段組裝工作，未來ACE設立之後亦將採就地組裝策略，零組件與模組也規劃就近供應，因此將在ACE週邊選擇並扶植新的零組件供應商，並提升零組件供應商的技術層次以符合該公司的規格需求。

(十)該公司在台設ACE將有助於我國半導體產業較競爭對手更早進入更先進的製程，IC製造者(無論DRAM、代工或Flash Memory等)能優先取得設備，且此設備中具有自己的Know-How。

(十一)韓國政府結合Samsung等大廠積極爭取將ACE設在韓國，參訪考察兩天時間，韓方亦同時在該公司進行會議，據了解為避免得罪客戶(韓國佔ASML營收37%，台灣佔25%)，ASML並未對韓國表明已決定在台設立ACE，雙方仍保持一定程度聯繫。

(十二)參訪考察團一行應邀於11月21日下午於該公司大禮堂對該公司員工介紹台灣半導體產業與精密機械產業發展，在臨時通知的情況下仍有超過180人參加，場面熱烈。

二、對ASML ACE計畫之建議：
此行主要目的在於對ASML擬在台設立ACE之相關規劃了解與評估，由於該計畫已獲得審查會通過進入營運計畫書審查作業，因此參訪考察成員亦對該計畫在未來作業程序上應注意的重點提出建議，供該公司參考：

(1) ACE在ASML定位的描述要再加強，例如ACE與總部及ASML在世界各地所設立的據點彼此間的關係為何，以及ACE短期及長期要達到的目標或願境亦必須說明清楚。
(2) 技術發展分項(Technology Development)部分應明確說明overlay及defectivity與何種IC製造業者合作，合作的技術項目為何，以及何時能產出何種成果。E-diagnostic部分應具體說明所要開發的內容，以及是否要與國內業者合作，如何合作，何時能產出何種成果。
(3) 關鍵性零組件及模組分項(Critical Component and Module Development)建議分兩階段執行，第一階段選定國內適當的研究機構與ASML合作在六個月內進行國內業者的能力調查分析，以及規劃出未來合作開發的模式與所需經費，另自前所列的項目過於籠統，建議在細部計畫書內應明列出具體的項目及規格(如果已完成功能定義)。
(4) 有關e-tech center部分建議在第二年針對TWINSCAN的機台開設訓練課程，提供機械業者訓練的機會。
(5) 系統製造分項(System Manufacture)部分雖非研發項目，但建議仍將每個工作項目之具體細項明列出來，例如Component及Module repair的內容為何等等，以便提供國內業者能有參與爭取商機之機會。
(6) 目前的營運構想書，必須加強在技術的Roadmap技術內涵及指標、較詳細的查核點….等內容。
(7) 未來補助的重點，除了需考量ASML所研發技術在全球的競爭角色外，應在如何透過協助台灣廠商提升技術。
(8) ASML擁有極為精密的Stage及很強的Alignment技術，如果移轉技術對台灣設備業在FPD/PCB/LED/Machine Tool等領域的技術能力提升幫助甚大。
(9) 從Supply Chain建立合作研發，可以引進高潔淨度及高精密度製造技術，引導台灣走向奈米級精密度及高複雜度之零件製造，甚至模組組裝，促使國內精密機械產業升級。
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